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壹、跨域智慧晶片設計人才培育計畫概述
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計畫緣起
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本計畫為落實國家希望工程「創新經濟、智慧國家」之國政願景及數位新社會之目標，
因應產業在IC設計人才需求，與人工智慧深度滲透與加速，本計畫將聚焦晶片設計與半
導體前瞻科技，開發異質整合技術課程，發展有T型思考專長的人才，強化跨域整合與
AI/生成式AI於晶片設計技術深化，結合智慧晶片系統技術與應用平台，培育新世代跨域
晶片系統與應用之半導體產業人才。

運用110-114年「智慧晶片系統與應用人才培育計畫」所累積的智慧晶片系統、智慧環
境、智慧健康與智慧終端能力；進而孕育具有「晶片設計與半導體前瞻科技」相關之優
質高階人才。



計畫架構

跨域智慧晶片設計推動聯盟

智慧設計自動化

聯盟

智慧感測電路

聯盟

系統晶片設計應用

聯盟

跨域智慧晶片

競賽專案
相關專案計畫

• 規劃整體推動方案
• 計畫督導與考核
• ATP課程資料庫維護
• 國際/國內學術交流
• 國際/國內競賽專案
• 課程推廣
• 基礎模組教材推廣/開發

• IC設計競賽
• CAD競賽
• 跨域智慧晶片設計創新專題實作競賽

• 夥伴學校及區域聯盟
• 參與企業
• 跨領域教師
• 核心技術模組
• 配套活動
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計畫目標(1/2)

江介宏教授+江蕙如教授
馮詩宜助理+3位兼任助理

跨域人才培育
• 因應未來跨域整合與AI於晶片設計技術滲透趨勢，以「跨域智慧晶

片設計科技」開發課程，結合智慧晶片系統技術與應用平台，於計
畫下設置三個跨域智慧晶片設計聯盟（智慧設計自動化、智慧感測
電路、系統晶片設計應用），以發展有T型思考專長的人才，達成
跨域人才培育。

強化IC設計相關教學
• 在進階教材方面貫穿及融合不同層級之核心技術，強調跨域智慧晶

片設計整合與跨領域應用，讓師生可以導入研究計畫與產學合作，
發揮技術深根與實務應用的情境。
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計畫目標(2/2)

江介宏教授+江蕙如教授
馮詩宜助理+3位兼任助理

從chip-enabled AI 到AI-enabled chip
⚫ 透過跨域結合AI/機器學習等技術，結合人工智慧與生成式AI來輔

助數位、類比與EDA設計，達成設計加速，提升電資領域師生於
跨域智慧晶片設計之跨領域知識及技術深度。

 PBL教學法（問題導向學習）的實施
⚫ 鼓勵學校推行PBL課程模塊，並從各聯盟中篩選出優秀的PBL範例。

這些範例課程將被教材化和數位化整理，以便在計畫參與學校間
共享，從而將PBL教學模組深入整個教學改革計畫之中。



貳、跨域智慧晶片設計人才培育計畫徵件

一、徵件須知說明
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一、徵件須知說明：目的與期程

補助設立全國性跨域智慧晶片設計教學聯盟，整合並開發國內大學校院相關教學資源，

建立智慧晶片跨領域教學能量，以提供全國大學校院共享。

計畫目的

• 全程計畫：114年4月起至118年3月。
• 第1年計畫：114年4月起至115年3月。
• 以後各年計畫：為期12個月，以當年度4月起至次年3月止為原則，惟本部得視計畫

相關行政作業配合情形及年度預算核定時程酌予調整。

計畫期程

全國公私立大學校院。

補助對象
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一、徵件須知說明：聯盟中心

跨域智慧晶片設計推動聯盟

智慧設計自動化聯盟

智慧感測電路聯盟

系統晶片設計應用聯盟

推動聯盟
-總聯盟

子聯盟



一、徵件須知說明：聯盟之組成

由1所中心學校主辦，邀集合作學校、聯盟師資及合

作企業專家共同規劃辦理。聯盟計畫主持人應由聯盟

中心學校教師擔任，其組織如下：

• 聯盟辦公室

• 諮詢委員會

• 模組教材發展小組

• 推廣小組
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一、徵件須知說明：推動聯盟之任務及主要工作項目(1/4)
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(一)

聯盟重點

規劃重點: 本計畫聚焦以AI為核心，

推動成立跨域智慧晶片設計推動聯

盟、智慧設計自動化聯盟、智慧感

測電路聯盟、系統晶片設計應用聯

盟等4個教學聯盟，開發具備下世

代IC設計所需的核心與設計流程教

材，包括應用機器學習或人工智慧

於設計流程，或是對機器學習或人

工智慧進行晶片設計等。

各聯盟重點範疇：

⚫ 智慧設計自動化聯盟著重在

電子設計自動化相關重點

⚫ 智慧感測電路聯盟著重在類

比電路設計相關重點

⚫ 系統晶片設計應用聯盟著重

在數位電路設計相關重點



一、徵件須知說明：推動聯盟之任務及主要工作項目(2/4)
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辦理配套或推廣活動

1. 整體規劃推動

2. 統籌協調管理及督導考核其他3個應用聯盟計畫

3. 維護課程資料庫

4. 辦理各項國際學術會議等工作



一、徵件須知說明：子聯盟之任務及主要工作項目(3/4)

(二)模組

教材發展

編撰系統核心、應用模組教

材，發展PBL 精神之半導體

晶片設計教案，解決晶片設

計中所遭遇到的問題。

跨域智慧晶片設計模組教材，應包含機器學習

或人工智慧設計於教材模組至少2門。可以是應

用機器學習或人工智慧於設計流程，或是對機

器學習或人工智慧進行晶片設計。

每1模組教材，規劃以6-12

小時為限，並於1所學校開

授所發展之模組教材，辦理

試教。

規劃聯盟所屬課程地圖與

所需模組教材、訂定核心

能力學習及人才培育養成

目標。
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一、徵件須知說明：子聯盟之任務及主要工作項目(4/4)
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辦理配套或推廣活動

1. 辦理各類推廣交流配套活動

2. 推動各類與資電科技前瞻應用教學相關之教師進修研習活動或計畫

3. 建立具實質意義之績效指標及追蹤機制

4. 協助各項相關管考事宜、辦理成果發表會及編撰成果彙編等工作
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教師
產業專家

參與

4所合作

學校以

上

聯盟

至少包含一所科技大學

一、徵件須知說明：聯盟推動基本原則
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一、徵件須知說明：計畫申請方式

1.由中心學校以校為單位彙總提案，每校至多以申請1案為原則

2.請於114年1月24日前至教育部計畫申請系統，完成以下作業：

線上申請

用印後計畫書電子檔上傳
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一、徵件須知說明：計畫經費補助原則

跨域智慧晶片

設計推動聯盟

1,500萬元

智慧設計自動

化聯盟

1,100萬元

智慧感測電路

聯盟

1,100萬元

系統晶片設計

應用聯盟

1,100萬元
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一、徵件須知說明：計畫經費編列、撥付及支用原則(1/2)

1. 各聯盟計畫經常費由本部全額補助撥付學校中心學校統籌支用

2.設備費由本部部分補助，每案自籌設備費比例不得少於本部補助設

備費之20%，並依各子項計畫之需求，直接撥付相關學校。
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一、徵件須知說明：計畫經費編列、撥付及支用原則(2/2)

聯盟辦公室：

1. 人事費：計畫主持人費、協同主持人費及專、兼任助理費

2. 業務費及雜費

3. 行政事務所需設備費

模組教材發展分項計畫：

1. 人事費：以1名主持人及2名兼任助理為限，且不得超過總經費50%

2. 設備費以採購本案相關教學設備為主，不得用於採購一般/事務性/個人教學設備

3. 各類活動及配套計畫得編列業務費及雜費，至於人事費及設備費以不補助為原則

4. 每年最高補助額度以80萬元為原則
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一、徵件須知說明：審查作業(1/2)

(一)審查方式

召開會議審查邀集產業界、學界及
研究界相關專家學者
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一、徵件須知說明：審查作業(2/2)

• PBL教學模式落實學生跨域智慧晶片設計實務及跨域能力的養成。
• 有助於養成學生所需專業及半導體晶片設計能力，是否包含design 

for AI或AI for design等相關教材。
• 模組教材名稱可推廣、易推廣、跨域推廣
• 合作企業(業界人士)具體的配套方案及資源投入

(二)審查內容
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一、徵件須知說明：成效考核

各聯盟除應配合本部跨域智慧晶片設計與應用人才培育計畫所規劃之績效指標 (KPI) (詳附件

3)，研擬相關工作項目並具體實施達成，亦應依所規劃事務自行擬定相關績效指標。

聯盟計畫之成效考評作業由本部規劃執行，各聯盟應配合參與相關會議、提報執行進度、期

中報告或成果效益報告，並依相關審查意見，具體配合改進。必要時，本部得實地訪查各聯

盟之運作狀況。

本部得視計畫進展辦理成果發表會，各受補助單位應配合辦理。

1

2

3



貳、跨域智慧晶片設計人才培育計畫徵件

二、計畫申請書格式說明
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須包含學界與業界人士

凡參與者均可填入

設備費由本部部份補助，毎案自籌設備費
比例不得少於本部補助設備費之20%

填寫欲參與聯盟，如：跨域智慧晶片設計推動聯盟

聯盟組成必須包含主持人與協同主持人(執行祕書)

(一)基本資料

二、計畫申請書格式說明-聯盟計畫書
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(二)聯盟辦公室執行規劃

請以此期程規劃經費

二、計畫申請書格式說明-聯盟計畫書
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(二)聯盟辦公室執行規劃

彙整各模組所需經費，編列一年期

PBL模組教材開發建置

二、計畫申請書格式說明-聯盟計畫書
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(二)聯盟辦公室執行規劃

請規劃預計邀請演講者，不要待聘

二、計畫申請書格式說明-聯盟計畫書
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只需針對適用部分勾選，非全部
都需勾選

(三)附件3

二、計畫申請書格式說明-聯盟計畫書
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(一)模組教材開發計畫執行規劃(1/5)

了解所開發的模組在教學上的需求，問卷方式、
意項書等…型式不拘

如無，不需填寫

為配合跨領域教學，需至少有一位參與

凡參與人士均可填入

二、計畫申請書格式說明-模組計畫書
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(一)模組教材開發計畫執行規劃(2/5)

以滾動式修正進行，因此只需填寫
第一年

1.如無實驗規劃，不需填寫
2.如有實驗規劃，請詳述說明

二、計畫申請書格式說明-模組計畫書
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(一)模組教材開發計畫執行規劃(3/5)

須於執行期間內完成試教(上、下學期不限)，
並於每期結束前提交報告

二、計畫申請書格式說明-模組計畫書
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(一)模組教材開發計畫執行規劃(4/5)

如有設備費需求，須規劃自籌款，自籌款不得少於
本部補助設備費之20% 。

二、計畫申請書格式說明-模組計畫書
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(一)模組教材開發計畫執行規劃(5/5)

填寫模組適用領域，不需全部填寫

二、計畫申請書格式說明-模組計畫書



貳、跨域智慧晶片設計人才培育計畫徵件

三、計畫申請提問
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三、計畫申請提問

Q1：用印規則？

A：此次用印至系所主管即可。

• 主持人部分：簽章(二擇一)。

• 協同主持人部分：簽章(二擇一)，如無協同主持人，請空白。

• 系所主管部分：簽章(二擇一)。計畫主持人才需蓋系所主管，協同主持人不須

蓋系所主管。
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三、計畫申請提問

Q2：自籌設備費至少為本部補助設備費之20%，如何計算？

A：設備費直接*0.2。
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